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Конструкции контрольных кабелей с экранированными витыми парами 

могут включать проволочный экран, наложенный поверх скрепляющей пленки 

на симметричную пару изолированных жил. Между проволоками экрана 

существуют зазоры, через которые в процессе измерения электрических 

характеристик проникает слабое электрическое поле. Если расположить поле 

соответствующим образом, можно измерить параметры межэкранного 

пространства кабеля для анализа его состояния.  

Расчет поля кабеля с экранированными витыми парами показывает, что 

напряженности между парами на 3 – 4 порядка меньше напряженностей поля 

между жилами внутри пары. Соответственно, отличаются и проходные емкости 

между экранированными парами в сравнении с собственными емкостями пар. 

Из-за малой величины проходных емкостей, корректно измерить их напрямую 

не представляется возможным. Поэтому, следует применять методику 

совокупных измерений. 

Совокупные измерения проходных емкостей и тангенсов углов 

диэлектрических потерь по схеме «жилы одной из пар против всех остальных 

жил»  позволяют сделать выводы о состоянии межэкранного пространства 

кабеля, об увлажнении или накоплении продуктов старения оболочки.  
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